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受 賞 理 由
◆フラッシュメモリの生産と発展を支えている要素技術の一つである積層技術
を、最先端の高いレベルで実現している。

◆世界のメモリ用ダイボンダ市場でトップシェアを誇り、半導体関連は今後も
需要の拡⼤が⾒込まれ、市場性・成⻑性も期待できる。

所在地： 山梨県南アルプス市下今諏訪610-5
代表者： 富士原秀人
資本金： 1億円
社員数： 150名

ファスフォードテクノロジ株式会社
【経営ビジョン】

ボンディング技術で世界をリードする。

Worldwide No.1 share Die Bonder maker for Memory IC

メモリICを8枚重ねてボンディングした写真

スマートフォン・USB・SSD等で使われているメモリの
ダイボンディング工程装置で世界No.1シェア

■ 半導体組立工程

■ 沿 革

■ 代表的なメモリのNANDフラッシュメモリのパッケージ構造

■ NANDフラッシュメモリの大容量化に伴い必要な技術

ダイ

電⼦回路が作りこまれたウェハを図1の組⽴⼯程を経てICが完成します。
DB830plusHは基板にダイを接着するダイボンディング工程の装置です。

DB830plusH外観写真図1.半導体組⽴⼯程の流れ

図2.パッケージの断面図

図2-1.一般的なICの断面図

一般的なICは、図2-1の様にパッケージの中にはダイは1つです。
NANDフラッシュメモリは、メモリ容量を増やす為にダイを積み重ねると⾔う特殊な技術が採⽤されています。

◆仮に1つのダイが8[GB]だとすると、2段積層すると16[GB]、4段積層すると32[GB]とメモリ容量を増やす事が出来る。
◆しかし、この図の様に重ねる毎にダイ(ウェハ)の厚さが薄くなり、ダイにワレ・カケが発生しない技術が必要となる。

'79'80'81'82'83'84'85'86'87'88'89'90'91'92'93'94'95'96'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10''11'12'13'14'15'16'17

半
導
体
製
造
装
置
の
開
発
製
造
部
門
設
立

　
社
名
　
日
立
青
梅
電
子

羽
村
工
場
設
立

（
東
京
都
青
梅
地
区

）

ガ
ス
分
析
機
が
日
刊
工
業
新
聞
賞
受
賞

　
社
名
変
更
　
日
立
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

山
梨
工
場
操
業
開
始

I
S
O
9
0
0
1
取
得

I
S
O
1
4
0
0
1
取
得

高
崎
装
置
部
門

を
山
梨
に
集
約

3
0
0
m
m
対
応
装
置
開
発

社
名
変
更
　
ル
ネ
サ
ス
東
日
本
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ

営
業
部
門
を
山
梨
集
約

ダ
イ
ボ
ン
ダ
装
置
世
界
N
O
.
1
売
上
達
成

ダ
イ
ボ
ン
ダ
装
置
世
界
N
O
.
1
売
上
達
成

ダ
イ
ボ
ン
ダ
装
置
世
界
N
O
.
1
売
上
達
成

V
L
S
I
よ
り
C
S
 
A
w
a
r
d
受
賞

日
立
ハ
イ
テ
ク
イ
ン
ス
ツ
ル
メ
ン
ツ
に
吸
収
分
割

V
L
S
I
よ
り
C
S
 
A
w
a
r
d
受
賞

V
L
S
I
よ
り
C
S
 
A
w
a
r
d
受
賞

V
L
S
I
よ
り
C
S
 
A
w
a
r
d
受
賞

V
L
S
I
よ
り
C
S
 
A
w
a
r
d
受
賞

独
立
し
フ

ァ
ス
フ

ォ
ー

ド
テ
ク
ノ
ロ
ジ
を
設
立

新
機
種

(

D
D
シ
リ
ー

ズ

)

市
場
投
入

新
機
種

(

D
D
8
3
0
p
l
u
s
H

)

市
場
投
入

HITACHI Renesas HITACHI 
High-Tech

Fasford
Technology

◆図1のダイシングされたウェハからダイにワレ・カケを発生させずにピックアップする技術を開発。
⇒ピックアップ方式は各社開発を進めているが、薄ダイのピックアップ方式を最適化しトップシェアを獲得。

◆ダイの積層数が増えるとダイボンド位置決め精度の向上も必要となり、本装置は現状の最先端仕様を実現。
⇒ピックアップ技術、および、⾼精度位置決め技術を今後も進化させ、ダイボンディング装置のシェアUPを図る。

⽇⽴製作所半導体事業部の設備試作部⾨としてスタートし、2015年3⽉に南アルプス市を本社とし独⽴致しました。
Fasfordとは「Fast + Forward」の造語で「スピード感を持って前進して⾏こう！」との企業理念を社名に致しました。

メモリ用ダイボンダDB830plusH


